
 

時間 流程 

9:30~10:00 報到 

10:00~10:50 中興大學 陳政雄：半導體材料的超音波加工技

術 

10:50~11:10 Break 

11:10~12:00 中正大學 鄭志鈞：半導體晶圓的精密研磨技術 

12:00~13:00 Break 

13:00~13:50 勤益科大 蔡明義：SiC晶圓的精密拋光技術 

13:50~14:10 Break 

14:10~15:00 中央大學 何正榮：半導體與光電材料的精密雷

射加工技術 

15:00 研習會結束與會後交流 


